
会期：2018年5月9日（水）～11日（金） 場所：東京ビッグサイト西展示ホール

西1
ホール
入口

日本マイクロソフト
＃西18-18

Avalueジャパン
＃西1-34

ダックスブース＃西8-4

菱洋エレクトロブース ＃西5-10

現場で育てるAIxIoTで、
PoCの壁を超える

導入検討からPoCの壁を越えて実導入まで
製造業・農業の事例でご紹介します

ご協力パートナー：ウフル、クロスコンパス、シャープ、
セック、Libelium、Gemtek

今回の は、菱洋エレクトロとしてブース出展
さらにパートナー各社のブースの菱洋コーナーで、各社ソリューションと連
携したIoTの「今」をご紹介します http://www.m2m-expo.jp/Home_Haru/

東5展示ホール 情報セキュリティEXPO
ゲイトウェイ・コンピュータブース #東45-9参加しています！

http://www.m2m-expo.jp/Home_Haru/

